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Entwicklung neuer Aktivlotlegierungen durch 
Ultraschall-Plasmaverdüsung für das Fügen von
Keramik-Keramik- und Metall-Keramik-Verbunden 

Hintergrund
Verfügbare Aktivlotpasten basieren nahezu ausschließlich auf 
Silber- und Silber-Kupfer-Legierungen, wodurch die Tempera-
turstabilität der Verbunde begrenzt ist. Höhere Temperatursta-
bilitäten können mit auf Edelmetallen (Pd, Pt) basierenden 
Aktivloten erzielt werden; diese sind aber deutlich teurer. Es 
besteht daher ein Bedarf an neuartigen Aktivlotlegierungen, 
die stabile Verbunde für Anwendungstemperaturen von 
1000 °C bis ca. 1200 °C ermöglichen. Neben dem Hauptinter-
esse der Realisierbarkeit entsprechender Verbunde ist auch die 
reine Metallisierung funktioneller keramischer Oberfl ächen für 
eine elektrische Kontaktierung von Interesse. 
Aktivlotpasten werden meist in geringen Mengen, jedoch in 
großer Vielfalt, spezialisiert und optimiert für defi nierte An-
wendungsfälle, benötigt. Mit der Ultraschall-Plasmaverdüsung 
ist es möglich, kleine Chargengrößen sowie Legierungssysteme, 
die schmelzmetallurgisch schlecht oder gar nicht mischbar 
sind, zu realisieren. Hierzu sollen neue, in Grundlagen bereits 
bekannte Aktivlotsysteme, evaluiert, optimiert und angepasst 
werden. Zusätzlich zur Pulverherstellung ist die Abstimmung 
der Pasten auf den Aktivloteinsatz ein sehr wichtiger Aspekt. 
Für eine industrielle, automatisierte Applikation der Lotpasten 
mittels Siebdruck und Dispenstechnologie sind rheologische 
Eigenschaften und Feststoff gehalte anzupassen. Zudem muss 
eine zuverlässige Entbinderung im Vakuum möglich sein.

Die Untersuchungen werden mittels statistischer Versuchs-
planung (DOE) und multivariater Datenanalyse (MVDA) unter-
stützt, um eine hohe Effi  zienz in Bezug auf die zu untersuchen-
de Vielfalt sowie eine höhere Aussagekraft der Ergebnisse zu 
gewährleisten.

Projektziel
Ziel des Forschungsprojekts ist die Entwicklung temperatursta-
biler und nicht auf Edelmetallen basierender Aktivlotlegierun-
gen, die Pulverherstellung mittels Ultraschall-Plasmaverdüsung 
sowie die Optimierung von Aktivlotpasten. Die Aktivlottechno-
logie ermöglicht die Realisierung von Metall-Keramik-Verbun-
den in nur wenigen Prozessschritten, da eine direkte Benetzung 
keramischer Oberfl ächen möglich ist. Die Applikation dieser 
Lote als Pulver bzw. Pasten bringt im Vergleich zu Formteilen 
(Draht, Folie) Vorteile in der automatisierten Anwendbarkeit 
(Siebdruck, Dispensen) mit sich und minimiert Materialverluste. 
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